


EIPC Winter Conference Prague, February 2 & 3, 2012

Programm konference, den2., patek, 3.unora

Sekce 2: Jak zvySovat spolehlivost sestav s DPS

Moderator: Oldfich Simek
PragoBoard s.r.o., CZ

08:30-08:40 j Uvitani, den 2 Dr. Konrad Wundt, EIPC, DE
08:40-09:00 Bezhe'alogen'ido'vé orvn(?zovaée hofeni pro DPS - Adrian Beard, Clariant Produkte
technicky vyvoj a trzni trendy (Deutschland) GmbH , DE
09:00-09:20 J Bromidované omezovace hofeni - sou€asny stav Willem Hofland. ICL, NL (tbc)
09:20-09:40C§ Vyhody a dulezitost evropské dodavatelské zakladny Alun Morgan, Isola Group, UK
09:40-10:00 gzzl’rgg‘sc’k%rimtﬁ;g}g&?ﬁﬁkﬁ:‘;g%ﬁiyv DPS Michael Weinhold, EIPC, DE
10:00-10:10 j Panelova diskuse
10:10-10:40 j 30 minut prestavka na k Table Top & Poster Display Area

Sekce 3: Vyvoj novych materialli a procest

Moderator: Giacomo Angeloni,
Somacis Spa, IT

VylepSené procesy oSetfeni povrchu DPS pro zvySeni

Dr. Peter Amann, KIV PCB

10:40-11:00 vytéznosti vyroby ProfiChem GmbH, DE

11:00-11:20 Anagazovanost ElF.)C v projektech EU pro podporu Dr. Konrad Wundt, EIPC, DE
primyslu elektroniky

11:20-11:40 Direct EP ar_1d EPAG on copper - povrchové ochrany Jaime Peraza, Atotech, ES
budoucnosti

11:40-12:00 J InCam - Software pro 21. sloleti Claudio Bellistri, Orbotech SA, BE

12:00-12:10 j Panelova diskuse

12:10-13:10 J Spolecny obéd Hotelovy restaurant

Session 4: Vyvoj pokrocilé mechatroniky s pouzitim technologii DPS

Moderator: Dr. Konrad Wundt,
EIPC, DE

Mechatronika: pokrocila technologie Embedded soucastek

Thomas Hofmann, Hofmann

13:10-13:30 J jako "KI|’§ k Uspéchu" v automobilové a primyslové Leiterplatten GmbH, DE
electronice
13:30-13:50 | Téma bude upfesnéno pozdgj ﬁia°°m° Angeloni, Somacis Spa,
13:50-14:10 j HDI desky ploSnych spojl : uvahy o spolehlivosti Roberto Tulman, Eltek Ltd., IS
14:10-14:30 J Panelova diskuse a zavére¢né komentare
14:30 Konec konference

EIPC nezodpovida za obsah a prezentaci technickych ¢lanku, toto je zodpovédnosti pfednasejicich. EIPC neni zodpovédna
za zmény v programu, k nimz mize dojit vzhledem k okolnostem.






